
高电流量及密度的电镀槽通常耗电量大。因此，现代阴极电镀或阳极氧化设备需
要满足一项至关重要的要求，即通过确保涂层品质始终如一，减少能耗，提高设
备利用率，缩短生产周期，从而提高生产效率并降低成本。

实施最佳可行工艺的必要前提是：工艺流程中所需的电力在转移至飞巴过程中，
能够尽可能避免损耗。这使得安装在电镀槽上的导电V-铜座变得尤为重要。

电流转移元件和导电V-铜座通常
会产生电力损耗和设备停机维修。
电镀设备的导电V-铜座不仅承受

较高电压及电流，同时也承受机
械和化学应力。因为即便是一个
尺寸足够大的飞巴系统，如果仅
通过采用效能并不充分的导电V-

铜座里的手指状组件把飞巴夹得
不够紧，是无法保证电镀生产线
的成本效益和设备的顺利运转。

不当的成本削减
至少在成本方面，电镀设备中采用简单的铸件作为导电V-铜座，无论是它们的结
构或电气横截面均不符合电镀生产线的设备要求。
电镀设备内部的V-铜座须承受高电流、化学和机械应力。长期运转需要使用低过
渡电阻，以确保符合电镀槽电流相关运作参数，以及避免能量损耗。因此，举例
来说，用水冷式导电V-铜座并非是一项能够满足成本效益的节约方案，因为这种
做法产生的热力/电力损耗会连同冷却水一起消散。因此，我们的目的是确保我们
的导电V-铜座产品能够满足更高的能源效益，同时能够减少全自动传动电镀设备
在内部工作时的维修工作量。



为什么提供多种不同的导电V-铜座
原因很简单，因为市场上存在着很多不同的电镀设备生产线和建造方法。因此，单
单一种导电V-铜座系列无法很好地满足所有设备生产线系统或不同的使用地点需求。
飞巴的触点形状、重量和设计千差万别。因此，除了矩形或H型的接触点外，还有
位于飞巴端部的不同加工。同时，飞巴的重量范围从极轻到极重均有，因此都要求

具备一个设计合理并适用的导电V-铜座 。
电镀设备的机械、化学压力或污染程度也有很大区别，这点也须考虑在内。最后一
点，可用的导电V-铜座安装空间也是一个不容忽视的考虑因素。

通常无法采用一个标准的解决方案，而必须单独计算导电V-铜座的尺寸。

导电V-铜座选择的重要标准：

·电流负荷
·循环时间，即电流负荷的持续时间
·飞巴的重量和尺寸
·飞巴上触点的形状和尺寸
·化学反应和污染
·可能的机械压力
·可能的现有电镀槽设备运动

为了覆盖更多的应用系统，
我们提供有不同类型的标准
导电V-铜座，能够作为一个
模块化系统，适用于多种应
用系统。

我们提供了下列系统：

弹簧驱动导电V-铜座
高达约14000 A电流的标准配置

系统的原理是基于两个安装有弹簧可移动手指形触头的相同导电V-铜座。因
此，两个部件的安装距离低于飞巴的厚度，以便在飞巴摩擦过程中，能够清洁
接触表面及夹得更紧。



气动导电V-铜座
可用于指形V-铜座或盘式V-铜座

飞巴的重量能够实现收缩。为了避免导电V-铜座受污染和机械损伤，可以为导电
V-铜座安装由不锈钢支撑的坚固保护套。
我们提供了一种配有大型弹簧动程且价格优惠的标准系统，能够适用于高达5000 

A的电流。该系统配置有一个坚固的铸体和高达4000 A的混合制导，以及4000 A 

到14000 A的更高电流设计。

为了增加V-铜座接触压力，或使极轻的飞巴能够夹紧（因为单靠重量并不足以驱
动操作收缩），我们推出了液压气动导电V-铜座，适用于高达5000 A的指形导电
V-铜座或高达12000 A的板式导电V-铜座。

液压气动导电V-铜座
独特的Druseidt系统可支持3000 

A至20000 A以上的电流。目前
市面上未出现能够承受如此高
接触力的导电V-铜座系统。

导电V-铜座电气连接的质量取决于接触区的材料、横截面、尺寸和涂饰，以及接触
压力。这就决定了连接处导电V-铜座与飞巴电气接触电阻和最终的运行情况和寿命。
因此，导电V-铜座出现更高的接触压力时，电气电阻及所产生的热力将降低。根据
这个原理，我们开发了Titan系统。



Titan系统的指形V-铜座由专门的水压气动助力器操作。这种新开发的助力器能够
分散输入气压，由液压系统形成极高的接触压力。已安装的液压系统由水驱
动，而不是油压。因此绝对不会出现因泄漏而造成电镀槽污染。所有密封元件
均已经过长期测试，且在设计时满足特定的电镀和阳极氧化行业要求。

该独特系统可适用于3000 A 至20000 A以上的电流。
目前市面上尚未出现能够承受如此高接触力的导电V-铜座系统。下列图标展示了
每次气压接触的压力增长情况。

清洁系统
由于电镀领域经常会造成较为严重的设备污染，因此导电V-铜座和飞巴触点的清洁
是一个永恒不变的主题。 V-铜座和V-铜座表面的污染会导致电阻急剧增加，同时也
会引发加热故障，甚至损坏组件。为了优化自动流程以及最大程度地减少维修成本，
我们也开发了一系列清洁系统。




